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摘 要

國內造紙業工業用紙廠主要使用回收紙的再生纖維為原料，紙 機長期運轉下，抄紙和白水系統往往累積大量的黏著物，以

至於在 紙機上形成沉積物，進而在抄紙過程中造成斷紙及抄網阻塞或毛毯 等問題，使紙張產生斑點、破孔等紙病，降低

紙張品質，間接影響 紙機之生產效率。 本研究針對彰化縣二林鎮某工業用紙廠進行化學控制法抑制 黏著物之試驗，實驗

主要分為兩個階段，第一階段於現場取漿至實 驗室模擬，並擬定出四種沉積物抑制方案（定著、鈍化、分散、降 黏），

利用各類沉積物抑制劑之特性，依不同比例添加，找出最佳 添加比例，檢測濕端變化，再藉由手抄紙量化黏著物。第二階

段則 利用所選定之沉積物控制劑，添加於紙廠的紙機上，檢測漿料與白 水系統濕端之變化；拍攝烘缸部刮刀之沉積物，

來判定沉積物量是 否依抑制劑之添加而有減緩之趨勢，統計其斷紙頻率，最終再與現 場頭箱和白水系統濕端變化之數據

相互印證，探討是否達到工廠所 期許之目標。 由實驗室所擬定之四種黏著物抑制方案(定著、鈍化、分散、 降黏)， 藉由

手抄紙試驗對於定著方案而言，可以清楚的看出，黏 著物成功被包覆於纖維之內，數量明顯降低，不過可以感覺到有突 

起之顆粒；對於鈍化方案而言，黏著物並無明顯減少之趨勢，黏著 物粒徑大小為四種方案之最；對於分散方案而言，黏著

物成功被乳 化，分散成更細小之微粒並包覆於纖維之內，由手抄紙幾乎很難看 見黏著物之存在；對於降黏方案而言，黏

著物表面黏性降低，不過 -iv- 黏著物粒徑並無明顯改變，黏著物數量也與鈍化方案大至相同。 由現場試驗可得知，不論低

基重或高基重之紙種，一次保留率 大多為提升之趨勢，而PCD、濁度、導電度幾乎呈現降低之走向。 並由現場刮刀拍攝

圖可以看出刮刀上之沉積物由原先的膠黏物轉 為紙毛的累積，黏著物有減少之趨勢，最終於現場所統計之斷紙頻 率也明

顯降低許多。這可以証明說，於現場添加之Alum 大量中和 了陰離子表面之電荷，使得陰離子表面負電性降低，也間接提

升保 留助劑的效益，再藉由Percol 182 與Alcofix 159 的配合之下，使陰 離子垃圾定著於纖維之上，又可使纖維保留於抄網

之上，成功的將 黏著物帶離抄紙系統，也達到了工廠所期許之目標。

關鍵詞 : 黏著物、沉積物、分散劑、定著劑、降黏劑、鈍化劑
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